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광대역통합망기술 특집 

I. 서 론 

미래의 정보통신망은 컴퓨터와 네트워크 장치가 

통합되어 고속의 데이터 전송, 프로토콜, 정보처리, 

스토리지, 컴퓨팅이 하나의 플랫폼으로 해결되고, 

기존의 서버, 네트워크 장치들이 점차적으로 통합된 

시스템으로 전환될 것으로 예측되고 있다. 또한, 

2007년 이후에는 전 세계적으로 수천억 불 이상의 

시장이 예상되고 있으나, 통신시장의 위축, 사업자

의 투자 위험 관리 등으로 쉽게 낙관할 수 없는 상황

이 지속되고 있다. 이러한 상황에서는 통신장비의 

가격을 지속적으로 낮추는 노력이 필요하며, 새로운 

서비스를 도입할 때에는 쉽게 그리고 신속하게 적용 

가능한 광대역통신망이 실현되어야 한다. 

이러한 시장 상황을 해결하고 통신기술의 발전추

세에 따라 통신과 컴퓨팅을 컨버전스(convergence)

하고 새로운 서비스를 쉽게 적용시키기 위해 산업계 

컨소시엄인 PICMG이 2001년 말부터 추진되었고 

2002년 말에 기본 표준 플랫폼 구조를 제시한 것이 

Advanced TCA(Telecom Computing Architec-

ture) 표준 플랫폼이다[1]-[3]. 

Advanced TCA 컨버전스 기술은 고성능 컴퓨팅 

버스, 고속 스위칭 및 SERDES(Serial-Deserial) 

기술을 바탕으로 컴퓨터와 통신장비를 통합하고자 

하는 미래 지향의 플랫폼 구조로 인텔, 모토롤라가 

주도하고 100여 개의 통신산업체, 칩 벤더 등의 회

사가 참여하고 있으며 2~3년 이내에 본격적인 장비 

출현이 예상되고 있다. 

통신 및 네트워크 사업자 측면으로 보면 단일 플

랫폼으로 새로운 서비스와 성능 업그레이드가 수월

하고 비용이 절감될 수 있으며, 장비 제작자 관점으

로 보면 칩 벤더, 보드 벤더, 시스템 벤더로 역할이 

명확해지고 기술 차별화 및 집중화로 기존의 통합 장

비제작자보다 기술과 가격경쟁력의 우위를 확보하게 

될 수 있는 강점이 있다. 이는 이미 PC와 메인 프레

임의 시장경쟁과 유사한 모델로 유추할 수 있다. 

백본 장비와 같이 소량, 고속의 장비는 전용 구조

의 시스코 시스템 형태가 가능할 것이나, 다양하고 

광범위한 분야인 액세스, 게이트웨이 및 서버 시장

에서는 Advanced TCA 형태의 표준 플랫폼 형태의 

장비가 가격 경쟁력 면에서 월등할 것이며, 최근의 

기술로도 통합 플랫폼이 실현 가능한 상태이다. 

(그림 1)은 통신과 컴퓨팅 그리고 스토리지가 

Advanced TCA에 컨버전스되어 새로운 기능의 서

비스가 구현될 수 있는 것을 나타낸다.  

BcN에서의 Advanced TCA 기술 전망 

Perspect ives on Advanced TCA Technology in  BcN 

이유경(Y.K. Lee) 액세스시스템팀 책임연구원 

김봉태(B.T. Kim) 광가입자망연구그룹, 그룹장 

Advanced TCA 표준플랫폼은 PICMG 컨소시엄이 주관, 100여 개 회사가 참여하여 앞으로의 새로운 시장
확보를 위하여 적극적으로 추진하고 있다. 이러한 표준플랫폼은 실질적인 통신사업자 요구사항을 수용하

고 가격을 낮추고 새로운 서비스의 도입에 위험부담을 최소화 할 수 있는 전략을 기반으로 하고 있다. 특
히, 우리나라와 같은 상황에서는 개방형 표준 플랫폼을 기반으로 각각의 모듈 별 기술을 선택, 집중화하고 
핵심기술을 확보하여 경쟁력을 키우는 전략으로 매우 유효할 것으로 판단된다. 본 고에서는 Advanced 

TCA의 전망 및 기술적 특성에 대하여 알아본다. 
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본 고에서는 이러한 표준 플랫폼으로서의 Ad-

vanced TCA 시장 전망을 알아보고 기술 개요 및 

적용방안을 기술한다.  

II. Advanced TCA 시장 전망 

Intel과 PICMG이 지원하여 2003년에 RHK가 

Advanced TCA의 시장 전망을 분석하였다[4]. 이

에 따르면, 통신 산업분야는 근본적인 비즈니스 모

델의 변화를 시도하려 하고 있으며 그 중의 하나는 

현재의 전송장비, 스위치 및 라우터 장비 등의 고유

의 시스템 구조에서 Advanced TCA와 같은 표준화 

기반의 개방화된 구조를 채택하는 것이다. Ad-

vanced TCA 관련 시장은 현재의 미미한 증가추세

의 규모에서 2007년에는 $3.7Billion의 시장을 전

망하여 앞으로 5년 내에 통신과 컴퓨팅의 컨버전스 

시스템에서 Advanced TCA 기술이 상당한 시장을 

점유할 것으로 생각된다. 

시스템 벤더들이 Advanced TCA 를 사용하면서 

고려하는 것은, (1)  부품가격 절감, (2) 빠른 time-

to-market, (3) 개발비 절감 등이며 또한, 신속히 

요구사항에 따른 시스템을 제작할 수 있고 재고 비

용을 제거할 수 있는 점에서 유리할 것으로 판단하

고 있다. RHK는 이에 더하여 통신사업자들의 효율

성도 상당히 제고될 것으로 분석하고 있으며, 시스

템 가격 측면으로는 1단계로 시스템 벤더들이 Ad-

vanced TCA를 채택하여 개발하고, 시장이 형성되

고 요구되는 물량이 많아지면 2단계로 보드 또는 블

록 제작 벤더들에 의해 저 가격화가 형성되어 시장

이 형성되는 것으로 분석하고 있다. <표 1>은 분야

별로 Advanced TCA 유닛이 차지하는 비율을 나타

낸다. 

통신 시스템은 일반적으로 5~10년마다 새롭게 

설계되고 있으며, 이러한 타이밍이 Advanced TCA 

가 앞으로 5년 내에 어떤 분야에 시장 진입할 수 있

는 가장 중요한 요소로 생각되고 있다. 2007년은 초

기 시장 진입단계일 것이며 아직은 다양한 설계로 

이루어진 시스템이 나오지 않고 있는 상황이다.  

예측은 보수적 관점으로 분석되었고 전체 투자비

용보다는 장비리스트에 국한하였다. 5년 후 2단계

의 시장 진입에서는 새로운 시장 영역이 될 수 있는 

wireless edge, wireless access와 new access 

edge 분야로 진입될 것으로 예측되었다. 

(그림 2)는 서버 블레이드(server blade)와 네트

워크 프로세싱, DSP, 디스크 스토리지 등의 비-서

버 블레이드(non-server blade)에서 각 분야의 예

측을 나타낸다. 

 

Computing 
Communication 

Advanced TCATM 

Storage 

(그림 1) Advanced TCA 역할 

 
<표 1> 분야별로 Advanced TCA 유닛이 차지하는 비율 

Segment Network Element Types Advanced TCA  
System Units in 2007(%) 

Wireless Access BTS/Node B*, BSC/RNC, Transcoder 38 

Wireless Edge MSC, HLR, GGSN, SGSN/PDSN, Billing server, Multimedia server 50 

Wireline Access DSLAM, CMTS, MxU 1 

Edge Edge router, Multiservice switch, Optical edge device 3 

New AccessEdge Media gateway, Softswitch, Media server 21 

Core Transport Core router, SONET/SDH ADM, WDM <1 

Signaling Signaling server, STP, SCP 5 

<자료>: RHK Inc. *Lower adoption than rest of segment 
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III. Advanced TCA 구조 

1. Advanced TCA 기본 구조 

Advanced TCA는 통신과 컴퓨팅을 융합하여 새

로운 서비스를 수용하기 위한 구조를 목표로 2001

년 말에 PICMG 3 워킹그룹에서 출발하였다. 2002 

년 12월에는 PICMG 3.0의 기본 규격[5]이 만들어

져 호환성을 유지할 수 있는 기구 물, 보드간 백플레

인 규격, 섀시 매니지먼트 규격인 IPMI 1.5 등을 규

정함으로써 기본적인 표준플랫폼 규격이 형성되었

으며 2003년 이후로 상호 호환 워크샵 등을 거치면

서 세부적인 규격을 조정해 나가고 있다. 또한, 새로

운 백플레인 기술 규격인 Advanced Switching 및 

Werial rapid IO 등은 지속적으로 개발해나가고 있

는 추세에 있다.  

PICMG 3는 Advanced TCA의 하드웨어 플랫폼 

인터페이스를 제공하며 2.5Terabit 이상의 백플레

인 용량의 요구를 만족하고 각각의 프로세싱 보드를 

연결하여 캐리어급 장비, 군용장비 요구 기능을 위

한 high reliability를 실현하며 개방형 구조를 갖고 

있다. 

랙은 19” 셸프(14slot)와 ETSI 규격의 600mm 

(16slot)가 수용 가능하며 1개의 랙에는 3개의 셸프

를 수용하고 보드는 기본적으로 스위치와 프로세서

(CPU, DSP, NP 등)가 임베디드된 형태이며 다양한 

형태가 실현될 수 있는 구조로 되어 있다. 

Advanced TCA 표준플랫폼은 캐리어 급의 통신 

시스템을 수용하고 모듈화 및 인텔리전트 기능이 가

능할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같은 특성을 만

족하도록 하고 있다. 

� 확장성(scalable): 최대 2.5Tb/s 

� 가용성(availability): 99.999% 

� 멀티 프로토콜 지원 및 40Gb/s 지원 

� 모듈화 및 구성의 용이성 제고 

� DSP, 네트워크 프로세서, CPU, 스토리지 수용 

� 액세스, 코어, 광통신, 서버의 컨버전스 

� 다양한 API와 OAM&P를 위한 소프트웨어 

� 가격 및 운용 비용 절감 

� 멀티 벤더와의 호환성 

� 현재 가능하고 7년 이상을 지속할 수 있는 설계 

구조 

2. Advanced TCA 백플레인 

Advanced TCA를 위한 PICMG 3.x 규격은 (그

림 3)처럼 기구 물, 전원, 시스템 관리, 백플레인 규

격 및 토플로지 등을 기술한 PICMG 3.0을 기본으

로 하며 고속 백플레인 규격은 사용하는 용도에 따

라 5가지의 고속신호 종류로 나누어지고 있다.  

PICMG 3.x 규격의 가장 큰 특징을 이루는 백플

레인 규격은 크게 3가지 영역으로 나뉘어져 있다

((그림 4) 참조). Zone 1 영역은 -48VDC 전원을 공

급하는 전원 커넥터와 선로 시험용의 테스트 버스, 

ring 신호를 공급할 수 있는 ring generator 버스로 

구성되어 있으며 세부적인 사용방법은 시스템의 적
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(그림 2) 서버 블레이드와 비-서버 블레이드의 시장 점유 예측 

<자료>: RHK Inc. 
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용 방법에 따라 달라질 수 있다. 또한, 통신장비 및 

고 신뢰성의 서버시스템을 위하여 섀시 매니지먼트 기

능을 강화하였고, 이를 실현하기 위하여 IPMI(In- 

telligent Platform Management Interface) 규격을 

적용하였으며 이를 위한 IPMI 버스용으로 I2C의 전기

적 특성을 갖는 IPMB(IPMI Bus)를 할당하였다[6].  

Zone 2 영역은 다시 베이스 인터페이스와 패브

릭 인터페이스로 나뉘어지는데, 베이스 인터페이스

는 2개의 허브 슬롯을 중심으로 dual-star 토폴로지

를 구성하고 있다. 베이스 인터페이스를 위하여 각

각의 노드 슬롯은 4개의 differential pair 신호를 갖

고 있으며 기본적으로 10/100/1000Mbps의 이더

넷 신호를 쉽게 송수신할 수 있는 구조로 되어 있다. 

일반적으로 이 베이스 인터페이스를 통하여 각 노드 

보드간의 제어 정보를 전달하거나 1Gbps까지의 정

보 데이터의 송수신으로 활용할 수 있다.  

고속으로 데이터를 송수신하기 위한 패브릭 인터

페이스(fabric interface)는 각 노드 슬롯에서 

10Gbps 이상을 처리하고 또한, 고속 데이터 신호를 

각각의 슬롯으로 전달하기 위한 신호로 8개의 dif-

ferential pair로 구성되어 있다. 또한 토폴로지 구성 

형태에 따라 dual-star, dual-dual-star, full mesh 

가 가능하여 시스템 제작 시 용도에 따라 설계가 가

능한 구조로 되어 있다. 패브릭 인터페이스를 통하

여 허브 슬롯과 노드 슬롯을 연결할 경우 3.125 

SERDES(Serialization and Deserialization) 사용

하여 1개의 pair 당 2.5Gbps 페이로드 신호의 전달

이 가능하고 4개의 pair를 통하여 10Gbps의 송수

신이 가능하다. 또한, Dual-star 구성으로 스위치 

보드의 이중화가 가능하고 트래픽 처리경로와 시스

 

PICMG 3.0 Specification 

? Power Distribution      ? Connector Zones and Type 
? Mechanical Elements      ? Fabric Topology 
? System Management      ? Thermal Management Guidelines 
? Regulatory Guidelines 

PICMG 3.1 
Specification 
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Fibre 

Channel 
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Specification 

InfiniBand 

PICMG 3.3 
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StarFabric 

PICMG 3.4 
Specification 

PCI-Express 
& Advanced 
Switching 

PICMG 3.5 
Specification 

RapidIO & 
Advanced 

Fabric 
Interface** 

? Backplanes are fully defined in the PICMG 3.0 specification 
? Interoperable boards are defined in subsidiary specifications 

(그림 3) PICMG 3.x 규격 구성도 
 

Timing Clocks 
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Fabric Interface 
Full Mesh Shown 
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Base Interface 
Ethernet Star 
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IPMB* 

(2 traces each) 

8 Ring/Test Lines 

-48VDC Power 
(2 feeds of -48V, RTN) 

Zone 2 

Zone 1 

Node Slots  Node Slots Hub Slots 

Mesh Slots 

(그림 4) PICMG 3.0 백플레인 구조 
<자료>: Jim Kennedy, Intel Corporation 
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템의 보드 구성에 따라 full mesh, dual-dual-star 

등으로 다양한 시스템 제작이 가능하도록 되어 있

다. SERDES 기술도 현재는 3.125Gbps가 안정적

으로 가능하지만 개별소자로는 6Gbps의 SERDES 

도 상용화 칩으로 제공되고 있기 때문에 앞으로는 

패브릭 인터페이스의 speed-up도 가능할 것으로 

판단된다. 

각각의 10개의 pair가 할당되어 있는 업데이트 

포트는 인접 노드 간의 필요한 고속 데이터를 송수

신할 수 있는 채널이다. 현재는 구체적인 용도가 정

해지지 않고 있지만 시스템 제작 시 필요한 기능으

로 사용할 수 있다. 예를 들면, 인접 보드와 데이터

의 공동처리를 위한 채널이나 이중화를 위한 데이터 

송수신 또는 인접 보드와의 제어 신호용으로 활용될 

수 있을 것이다. 

공통 버스 구조로 되어 있는 클럭 타이밍(clock 

timing) 신호는 6개의 pair 구성되어 있으며 버스형

태로 되어 있어 클럭의 분배, 동기 등의 신호로 활용 

될 수 있다. 

3번째 영역인 zone 3는 현재 구체적인 신호가 

정의되어 있지 않고 사용자에 의해 새로 정의되어 

사용되도록 하고 있다. 섀시의 구조가 14개의 슬롯

에 전면 보드가 실장이 가능하고 또한, 섀시 뒷편

으로 RTM(Real Transition Module) 보드의 실장

이 가능하기 때문에 이 경우, RTM은 zone 3를 통

하여 연결되도록 되어 있다. Zone 3는 백플레인을 

추가로 설치하여 이용하거나 백플레인이 없이 직

접 커넥터의 접속만으로 연결이 가능하도록 되어 

있다. 

3. Advanced TCA 토폴로지 및 소프트웨어 

패브릭 인터페이스를 위한 토폴로지는 (그림 

5)~(그림 7)과 같이 dual-star, dual-dual-star, 

full mesh 형태로 구성이 가능하며 시스템 설계에 

따라 다양하게 사용 할 수 있다. 

Advanced TCA 표준 플랫폼에서는 소프트웨어 

플랫폼을 별도로 정의하지는 않는다. 그렇지만 Ad-

vanced TCA의 지향하는 목표가 텔레콤과 컴퓨팅

의 컨버전스이고 고 신뢰를 갖는 통신장비이기 때문

에 고 가용성, 고 신뢰성 및 고 성능을 달성할 수 있

는 소프트웨어 플랫폼은 Advanced TCA 를 사용하

는 시스템에서 매우 중요한 위치를 차지한다. 시스

템 벤더나 기술개발을 추진하는 기관으로서는 Ad-

vanced TCA 플랫폼을 이용한 시스템을 개발할 때

에 Advanced TCA 관련 핵심기술을 경쟁기술로 차

별화 하거나 하드웨어 플랫폼은 Advanced TCA 플

랫폼을 사용하고 소프트웨어를 차별화하여 경쟁 우

위를 차지할 수 있기 때문에 Advanced TCA 기반 

플랫폼에서는 특히 소프트웨어 기술의 중요성이 클 

것으로 생각된다. (그림 8)은 Advanced TCA 플랫

 

(그림 5) Dual-star 백플레인 토폴로지 

 

(그림 6) Dual-Dual-star 백플레인 토폴로지 

 

(그림 7) Full Mesh 백플레인 토폴로지 
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폼 위에서 운용될 수 있는 소프트웨어의 기본 구조

를 나타낸다. 특히 Advanced TCA 플랫폼과 관련

된 표준 플랫폼 API가 하드웨어와 밀접하게 연결되

어 고 신뢰성의 시스템이 실현되어야 하며 IPMI의 

구현, 각 노드 보드간의 IPC(Inter Processor Com-

munication)를 통한 NP(Network Processor)와 시

스템 CPU 간의 정보 전달, Carrier Grade Opera t-

ing System(예: CG-LINUX), 미들웨어 등이 플랫

폼 기반으로 구축되며 상위의 응용 블록에 의해 다

양한 서비스가 실현될 수 있다[7].  

IV. Advanced Switching과 sRIO 

PICMG 3.x는 보다 고속의 차세대 스위칭 및 시

스템 내부 통신기술로서 sRIO(Serial Rapid IO)와 

PCI Express & Advanced Switching 기술이 핵심

으로 전개되어 가고 있다. 두 방식간에 장단점은 있

으나, 통신 오버헤드가 더 적은 sRIO 방식이 성능상 

장점이 있는 응용 시스템에는 더 적합할 것으로 보

이며, Advanced Switching(AS) 또는 PCI Express 

기술은 차세대 서버 및 컴퓨팅 지향적인 시스템에 

더 강점이 있을 것으로 판단된다. 그러나 이는 기술

적인 미미한 차이일 뿐 실제 시장에서 그리고 Ad-

vanced TCA 표준 플랫폼 내에서는 두 기술이 공존

하여 시장을 양분하거나 하나의 기술이 장기적으로 

커다란 시장을 형성하게 될 것인지는 더 많은 요소

들에 의하여 영향을 받을 것이다.  

통신방송융합, 멀티서비스 컨버전스를 위해서는 

액세스 단에서 텔레콤과 컴퓨팅 컨버전스가 이루어

져야 하며 이를 위한 새로운 기술 중의 하나가 

PICMG 3.4에서 제시하고 있는 AS 개념이다. 다양

한 멀티 서비스를 위해서는 기존의 QoS 스위칭뿐

만 아니라 scalable computing, DSP, embedded 

storage, embedded server, transcoding 등의 기

능이 필요하며, AS는 AS의 표준 플랫폼 인터페이

스를 통하여 부가적인 모듈 없이 쉽게 add-in 할 

수 있고 flexible 액세스 노드를 구현할 수 있는 인
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터페이스기술이다. AS는 기술적으로 PCI 버스를 

고속화하고 serialization하여 Express PCI를 제시

하였고 다시 Advanced TCA 에서 시스템 내의 보

드간의 QoS 및 스위칭 기능을 보강하여 다양한 멀

티미디어 서비스를 실현할 수 있는 개념으로 인터

페이스 규격을 완성해 나아가고 있다. 2004년 현재 

인텔을 중심으로 칩화하는 개발이 진행되고 있으

며 단계적으로 적용해 가는 상황이다. 또한, 모토

롤라를 중심으로 PICMG 3.5 규격으로 sRIO가 고

성능 및 DSP와 같은 다양한 칩의 직접 연결성 등

을 강점으로 기술 개발 및 조기 시장확보에 활발한 

움직임을 보이고 있어 앞으로 Advanced TCA 표

준 플랫폼 내에서 AS와 sRIO의 발전 추이를 주목

해 볼 필요가 있다. (그림 9)는 AS을 기반으로 한 

표준플랫폼 기반의 차세대 액세스 노드의 개념도

를 나타낸다. 

sRIO는 (그림 10)과 같이 CPU, DSP, ASIC 등의 

칩을 고속으로 직접 연결하여 쉽게 확장이 가능한 

시스템을 구성할 수 있다. 현재도 모토롤라를 중심

으로 여러 종류의 칩들이 sRIO 인터페이스를 갖추

고 있고 다양하게 용용될 수 있는 칩들이 소개되고 

있기 때문에 앞으로의 새로운 서비스를 경제적으로 

구현할 수 있는 방법이 될 수 있다[8]. 

V. Advanced TCA 표준플랫폼 기술의 
적용 

PIGMG 3.x로 정의된 Advanced TCA 기반 컨

버전스 네트워크 시스템은 단일 플랫폼으로 미래의 

다양한 서비스를 수용하며 미래의 정보통신망으로 

다양하게 구성될 수 있다. 초기는 기존의 장비를 고

성능화하고 경제적으로 대체하고, 단계적으로 미래 

정보통신망을 위한 액세스 노드, 코어 노드, 서버 그

룹 등을 통합하고 기존의 유선, 무선의 개별통신망, 

인터넷망, 고품질의 고속서비스를 고성능 네트워크 

엔진을 통하여 유연하게 제공하는 computer em-

bedded 네트워크 실현이 가능하다. (그림 11)은 현

재 기존의 통신망의 구성도를 나타내고 있으며 (그

림 12)는 PICMG 3 기반의 Advanced TCA 플랫폼

으로 적용될 때의 네트워크를 나타낸다. 통신망에 

Advanced TCA 표준플랫폼을 적용하는 가장 큰 장

점은 통신사업자가 통신망 투자 위험을 적게 하며 

새로운 서비스를 조기에 적용할 수 있는 것이며, 또

한 시스템을 단순화하고 균일화 할 수 있기 때문에 

장기적으로는 운용 비용(OpEx)을 대폭적으로 줄일 

수 있을 것이다.  
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Advanced TCA 블록과 시장 영역은 (그림 13) 

과 같이 다양하게 분포되어 있다. 단순한 피자 박스 

형태에서 섀시 타입이나, 랙에 실장되어 대용량의 

시스템을 구성할 수 있으며 또한 응용 서비스에 따

라 다양한 형태로 나타날 수 있다. 표준플랫폼의 특

성상 특성화된 보드가 독립적인 시장을 형성할 수 
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도 있으며 작게는 DSP, CPU, NP 등의 AMC(Ad-

vanced TCA Mezzanine Card) 형태이거나 소프트

웨어 모듈로도 특성화가 가능할 것이다. 

1차적인 Advanced TCA의 시장 영역으로는 시

장분석 자료에서도 나타난 것과 같이 무선 액세스 

분야와 같이 통신, 프로토콜, 프로세싱이 결합된 시

스템이 유리할 것이며 또한, 신규로 시장이 형성되

는 영역이 조기에 쉽게 시장확산이 가능할 것이다. 

(그림 14)는 인텔이 ATCA 플랫폼을 기반으로 무

선 네트워크를 위한 RNC 시스템을 구현한 예이다. 

고성능의 NP 보드와 프로토콜 처리를 위한 고속 

zeon CPU를 이용하였다[9]. 
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VI. 맺는 말 

Advanced TCA 표준플랫폼은 컴퓨터, 통신장비 

제조사의 컨소시엄인 PICMG이 주관하여 100여 개 

회사가 참여하여 앞으로의 새로운 시장확보를 위하

여 적극적으로 추진하고 있다. 구조와 기술적인 관

점으로도 형식적인 아닌 실질적인 통신사업자 요구

사항을 수용하고 가격을 낮추고 새로운 서비스의 도

입에 위험 부담을 최소화 할 수 있는 전략을 기반으

로 하고 있다. 특히, 세계적인 컴퓨터, 통신장비의 

경쟁력 있는 대형 제조업체가 없는 우리나라와 같

은 상황에서는 개방형 표준플랫폼을 기반으로 각각

의 모듈 별 기술을 선택, 집중화하고 핵심기술을 확

보하여 경쟁력을 키우는 전략이 매우 유효할 것으

로 판단된다. 또한, 시장 동향도 시스템 가격을 낮

추고, fast time-to market, OpEx를 낮출 수 있는 

장비가 필요하여 Advanced TCA 기반 시스템은 

이러한 요구사항을 만족시킬 수 있는 하나의 대안

이 될 것이다. 

(그림 15)와 같이, 연구개발 전략으로도 Ad-

vanced TCA는 시스템 프로토타입을 위한 중복 제

작을 피할 수 있으며 새로운 기술의 개발 적용에 매 

 

 

 

 

 

 

우 효과적인 환경을 제공할 수 있기 때문에 핵심 기

술 개발에 있어 연구 환경 오버헤드를 줄일 수 있는

장점이 있다. 

대기업체는 차세대 정보망 시스템을 제작하여 선

진국과의 기술경쟁에서 우위 확보가 가능하게 될 것

이며, 또한, 표준화된 플랫폼을 이용하여 학계, 산업

계, 연구계가 효율적인 역할 분담과 집중화로 새로

운 개념의 서비스 기술과 고도의 핵심기술 개발이 

가능해지고 결과물 활용이 용이하게 되어 2차적인 

파급효과가 매우 클 것으로 예상된다. 

결국은 미래 정보통신망에 유망한 Advanced 

TCA 컨버전스 기술을 확보하고 응용 핵심기술에 

집중하여, 중소 기업체의 다양한 Advanced TCA 

보드 수출과 대기업의 차세대 통신 시스템의 국제 

경쟁력을 확보하는 것이 Advanced TCA를 시스템

에 적용하는 궁극적인 목표가 될 것이다. 
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(그림 15) 표준플랫폼 전략 
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